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® Verkapseltesprganisch-elektrbnisches Bauteil, Verfahren zti seiner HersteNung und seine Verweridung 
@ Die Erfinduhg betrifft erne elektronische Schaltung (1), 

umfassend elektronische Bauteile (3> aiis insbesondere 

organischem Material, wobei das/a ie Bauteile (3) zwi- 
*• scheh wenigstens zwei eine Barriere bildendeh Schichten 
:.\2, 2') angeordnet sind und von diesen gegen den Einfluss 

von Licht und/pder Luft und/oder Wasser geschutzt sind. 

Derail aufgebaute elektronische Schaltungen errhogli 1 

chen die Erzeugung insbesondere von RFID Ident Tags als 

Massenartikel. '-" 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine gegen 
Licht und/oder Luft und/oder Wasser hennetisch abgedich- 
tete elektronische Schaltung aus insbesondere organischem 5 
Material, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Ver- 
wendung als Tag, Sensor oder dergleichen. 
[0002] Radio Frequenz Ident Tags (RFGD) werden derzeit 
mit metaUischen Spulen und einem Silicium-Chip aufge- 
'baut. Sie werden beispielsweise fur Logistikzwecke, Zu- 10 
gangskbntrollen oder ahnliches verwendet. 
[0003] Bekannt ist eine emfache Verkapselung eines orga- 
nischen Feld Effekt Transistors aus der DE 100 40 442.1 . 
[0004] Aufgrund ihrer relativ hohen Erzeugungskpsten 
sind sie fur Massenan wendungen, wie elektronische B arco- 1 5 
des, fur den Plagiatschutz oder als Einwegartikel nicht wirt- 
scbaftlich. RFID-Tags sollen moglichst passiv, d. h. ohne 
Batterie, arbeiten. Sie beziehen ihre Energie aus einer Spule, 
die von einem Lesegerat in Resonanz angesteuert wird. In . 
dies em Fall wird ein Speicher in einem Elektronik-Chip des 20 
Tags aktiviert und beispielsweise eine gespeicbetfe Informa- 
tion, wie Absender und Adressat bei Logistikanwendungen, 
ausgelesen. 

[0005] Die Reichweite zwischen Lesegerat und Tag wird 
durch die Leistung der Strahlung des Lesegerates bestimmt, 25 
das sind bestimmte Frequenzbereiche, wie zum Beispiel 
125 kHz oder 1 3,56 MHz, sowie der GroBe und der Giite der 
Spule bzw. Antenne des Tags. Bei passiven Tags ist diese 
Reichweite typischerweise kleiner als 60 cm. Der Aufbau 
der Spule hangt dabei stark von der verwendeten Tragerfre- 30 
quenz ab, beispielsweise wird bei einer Frequenz von 
125 kHz eirie gewickelte Spule mit in der Regel mehreren 
hundert Winduhgen verwendet, wahrerid bei einer Frequenz 
von 13,56 MHz eine Flachspule von etwa zehn Wmdungen 
eingesetzt wird. * .35 
[0006] Organische elektronische SchaltUngen lassen sich 
sehr kostengunsug herstellen. Sie sind daher geeignetzum 
Aufbau von Tags, die daher fur die Massenmarkte und als 
Einwegprodukte eingesetzt werden konnen. Man denkt da- 
bei auch an elektronische Tickets, den Diebstahlschutz, die 40 
Gepackkontrolle oder beispielsweise elektronische Brief- 
marken, elektronische Wasserzeichen und vieles andere 
mehr. 

[0007] ..Elektronische Schaltungen aus insbesondere orga- 
nischem Material weisen jedoch zwei' wesentliche Nachteile 45 
auf. Zum einen sind die organischen Materialien gegeniiber 
Umwelteinflusseri, wie Licht, Luft und Wasser, sehr emp- 
findlich und altern unter diesem Einfluss relativ schnell. 
Zum anderen sind in Polymertechnik oder uberhaupt in 
Drucktechnik hergestellte Antennen deutlich schlechter als 50 
metallise he Antennen. Sie besitzen einen hoheren elektri- 
schen Widerstand und eine geringere Giite. Das fuhrt dazu, 
dass solche auf organischen Materialien basierte elektroni- 
schen Bauteile und Tags nur eine geringe Lebensdauer ha- 
ben und nur fur eine sehr geringe Reichweite tauglich sind. 55 
[0008] Halbwegs vergleichbar ist diese Alterungsproble- 
matik bei organischen Leuchtdioden, sogenannten OLEDs. 
Derzeit wird hier Glas als Substrat benutzt und auch eine 
Giasplatte uber die Bauteile geklebt, so dass eine recht gute 
hermetische Verkapselung gewahrleistet ist. Glas ist jedoch 60 
fiir den im Rahmen dieser Erfindung angestrebten Anwen- 
dungsbereich aus mechanischeri und Kostengriinden nicht 
mbglich. Herkommhche organische Substrate sind fur 
Licht, Luft und Wasser durchlassig und damit ebenfalls 
nicht geeignet. Meta^lisierte Substrate, wie sie beispiels- 65 
weise im Lebensmittel-Verpackungsbereich oder bei der 
luftdichten Verpackung empfindlicher Materialien verwen- 
det werden, kominen insbesondere bei RFID-Tags ofTen- 



sichtlich ebenfalls nicht infrage, da die Metallschicht im 
Substrat eine Ankoppelung der Spule an das Lesegerat ver- 
hindert Es entsteht ein Faradayscher Kafig bzw. eine metal- 
lisehe Abschirmung. . 

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, 
einen Aufbau fiir eine elektronische Schaltung aus insbeson- 
dere organischem Material anzugeben, bei welchem die 
elektronische Schaltung gegen Licht, Luft und Wasser her- 
metisch abgeschirmt ist und somit die Alterungsproblematik 
nicht auftritt Gleichzeitig soli die elektronische Schaltung 
einfach und kostengunstig herstellbar sein, damit daraus 
hergestellte Tags fur Massenmarkte und als Einwegprodukte 
eingesetzt werden konnen und insbesondere mit Spulen, 
Antennen kombiniert werden konnen, ohne dass eine metal- 
lische Abschirmung auftritt 

[0010] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine 
elektronische Schaltung, umfassend elektronische Bauteile 
aus insbesondere organischem Material, wobei das/die Bau- 
teile zwischen wenigstens zwei eine Barriere bildenden 
Schichten (2, 2*) angeordnet ist/sind und von diesen gegen 
den Einfluss von Licht und/oder Luft und/oder einer Fliis- 
sigkeit wie Wasser geschiitzt sind. 

[0011] Diese hermetische Abdichtung bzw. Verkapselung 
wird dadurch erreicht, dass Materialien verwendet werden; 
die eine moglichst groBe Barriere gegen Umwelteinflusse 
wie Licht, . Luft und Wasser bilden. Auf einer solchen 
Schicht wird die Schaltung in herkominlicher Weise, vor- 
zugs weise durch Drucktechniken, angeordnet bzw. aufge- 
baut. Eine weitere identische oder wirkungsmaBig ahnliche 
Schicht wird uber der Schaltung durch Kleben oder Aufla- 
minieren angeordnet, so dass die organische Schaltung ahn- 
lich gut verkapselt ist, wie oben fur die OLEDs beschrieben 
ist. Es ist lediglich darauf zu achten, dass von der Schaltung 
elektrische Kontakuemngsstellen frei zuganglich sind. 
[0012] Die Barrierenschicht umfasst vorzugs weise wenig- 
stens eine Schicht aus.. KunststofiTolie, wie Polyethylen 
(PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polyimid (PI) und der- 
gleichen. Diese KunststoffFolie kann entweder selbst als 
Barrierenschicht, durch eine entsprechende Dotierung oder 
Vemetzung, dienen oder ist mit einer eine Abschirmung bil- 
denden Barrierenschicht versehen. Diese gesonderte Barrie- 
renschicht kann etwa eine metallische Schicht sein, welche" 
auf die Basisfolie aufgedampft oder auflaminiert ist. Geeig- 
nete Metalle sind hierfur Aluminium, Kupfer oder Chrom. 
Die KunststoffFolie weist ublicherweise eine Dicke zwi- 
schen 10 und 100 pm, vorzugsweise 30-60 urn, auf. Eine 
aufgebrachte Metallschicht ist iiblicherweise zwischen 5 
und 100 urn, vorzugsweise zwischen 5 und 50 um dick. 
[0013] Andererseits kann die Barriere auch durch eine 
nichtmetallische Schicht ausgebildet sein. Dieses nicht-me- 
tallische Material ist so auszuwahlen, dass es Licht und/oder 
Wasser und/oder SauerstofFaufFangt bzw. absorbiert Geeig- 
nete nicht-metallische Beschichtungen zur Ausbildung einer 
Barriere gegen Licht, Luft und/oder Wasser sind daher bei- 
spielsweise Schichten aus weitgehend dichten Parukeln, die 
moglichst uberlappend angeordnet sind. Geeignete Materia- 
lien bilden hierzu Graphit oder anorganische Oxide mit 
Plattchenstruktur. . 

[0014] Die zur Verkapselung verwendete Barrierenschicht 
kann in einer vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden 
Erfindung Barrierenschichten gleicher oder verschiedener 
Art umfassen. Mit anderen Worten, die die Barriere bilden- 
de(n) Schicht(en) kann/konnen beispielsweise eine metalh- 
sche Barrierenbeschichtung und eine nicht-metallische.Bar- 
rierenbeschichturig.'kombinieren. AUgemein kann die die 
Barriere bildende Schicht also ein mehrschichtiges System 
sein. Ein geeigneter Aufbau besteht beispielsweise aus einer 
Polyethylenterephthalat-Folie, die mit Aluminium be- 
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. schicbtet ist, wobei auf der Aluminiumbeschichtang noch- 
mals eine Polyethylenterephthalatfolie auflaminiert ist. 
[0015] Das Foliensubstrat kann durchsichtig aber auch 
vollkornmen undurchsicbtig sein. Eine undurchsichtige jFo- 
lie hat sogar den Vorteil, dass schadigende Einflusse von 
Licht in der organischeri Elektronik in optimaler Weise un- 
terbunden werden; "' 

[0016] Die erfindungsgemaB ausgebildete elektronische 
Schaltung kann.somit alle fur eine Schaltung wesentlichen 
Bauteile umfassen. Vorzugsweise werden aber bauptsach- 
lich die ajftiven Bauteile verkapselt Das sind vor allem die 
integrierte Schaltung, Transistoren, Dioden und insbeson- 
dere Gleichrichterdioden oder ahnliche aktive Bauteile. 
[0017] Auch die passiven B auteile wie Widerstande, Kon- 
densatoren, Spulen konnen "von der erfindungsgemafien 
elektronischen Schaltung umfasst sein. Ebenso gut konnen 
nur die empfindlichen Bauteile wie die organische inte- 
grierte Schaltung selbst enthalten sein und andere Teile, wie 
zum Beispiel eine Gleichrichterdiode, die dann noch in der 
herkommlichen SiHcium-Technik hergestellt sein kann,. 
kann sich auBerhalb befinden. 

[0018] Die erfindungsgemaBe elektronische verkapselie 
Schaltung ist nicht nur fur Tags emsetzbar sondem uberall 
dort, wo .ein metallisiertes Substrat kein Hindemis fur den 
Einsatz ist, also zum Beispiel auch bei Sensoren oder sonsti- 
gen elektronischen Bauteilen, die mit organischer Elektro- 
nik realisiert werden konnen. 

[0019] Ein besonderer Vorteil ergibt sich fur den Fall, dass 
fur die Foliensubstrate Schichtsysteme oder Foliensysteme 
mit Metallschichten verwendet werden. In diesem Fall kon- 
nen die Metallschichten auch in die entsprechende Schal- 
tung integriert ' sein, beispielsweise durch eine geeignete 
Strukturierung als elektrische Leiter Oder auch als passive 
Bauteile wie.Kondensatoren, Spulen, Widerstande ausgebil- 
: . detsein. 

" [0020] Gegeristand der.Erfindung ist demnach auch ein 
Verfahren zur Herstellurig, einer elektronischen Schaltung, 
umfassend elektronische Bauteile aus insbesondere organi- 
schem Material, mit folgenden Schritten: 
Aufbauen einer eine Barriere bildenden Schieht, 
Anordnen elektrohischer Bauteile zu einer elektronischen 
Schaltung auf der Barrierenschicht, 

Anlegeri von elektrischen Leiterbahnen zu elektrischen 
Kontakten,* 

Aiifbringen wenigstens einer weiteren Barrierenschicht iiber 
wenigstens teilweise den elektronischen Bauteilen zu deren 
Abdichtung gegenuber Licht und/oder Luft und/qder Was- 
ser. 

[0021] Die elektronische Schaltung kann so in einfacher 
Weise als Tag oder auch Sensor ausgebildet werden und das 
erfindungsgenaaBe Verfahren kann dazu verwendet werden. 
[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der an- 
hangenden Zeichnungen naher erlautert, worin: 
[0023] Fig. 1 eine erfindungsgemaBe verkapselte elektro- 
nische Schaltung im Schnitt zeigt; 

[0024] Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte elektronische 
■ Schaltung in einer schematischen Aufsicht zeigt; 
[0025] ' Fig. 3a) bis c) Kombinationen der erfindungsge- 
mafien elektronischen Schaltung mit einer Spule oder einer 
Stabantenne zeigt; 

[0026] Fig. 4 ein beyorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der 
Kombination .einer erfindungsgemafien elektronischen 
Schaltung mit einer Spule ist; und 

[0027] Fig. ,5 ein weiteres bevorzugtes Ausfuhrungsbei- 
spiel einer solchen Kombination ist. 

[0028] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemaBe elektronische 
Schaltung 1 gezeigt, welche elektronische Bauteile 3 um- 
fasst. Diese elektronischen Bauteile 3 konnen ganz oder teil- 



weise aus orgahischen Materialien, also leitenden; halblei- 
tenden oder nichtleitenden polymeren Kunststoflfen aufge- 
baut sein. Die elektronischen Bauteile 3 sind auf einer eine 
Barriere bildenden Schieht 2 angeordnet, die bei der.gezeig- 
.5 ten Ausfilhrungsform mehrschichtig ist. Die elektronischen 
Bauteile 3 oder Chips konnen als solche auf die Schieht 2 
aufgeklebt oder in sonstiger Weise darauf ortsfest gehalten 
sein. Sie konnen aber auch direkt darauf diirch geeignete 
pruckyerfahren ausgebildet sein. 
10 [0029] Die Schieht 2 selbst ist in der gezeigten Ausfuh- 
rungsform aus drei Schichten 4, 5 und 6 aufgebaut. Die un- 
terste Schieht 4 ist eine fur die Anwendungszwecke geeig- 
nete' Kunststofffolie, wie Polyethylen, Polyethylentereph- 
thalat, Polyimid Oder dergleichen flexible Materialien. Die 
15 zweite Schieht 5 ist als die eigentliche Barrierenschicht aus- 
gebildet. Das ist vorzugsweise eine metallische Schieht aus 
Aluminium, Kupf er oder Chrom, welche entweder als Folie 
auf die Schieht 4 auflaminiert ist oder auf diese aufgedampft 
wurde. Wie bereits erwahnt kann die Barrierenschicht auch 
20, aus einem nichtmetallischen Substrat bestehen. Uber die 
Barrierenschicht 5 ist eine weitere Schieht 6 in Form einer 
KunststofrTol;e aufgeklebt oder laminiert. 
[0030] Auf dieser Schieht 2 sind neben den elektronischen 
Bauteilen 3 elektrische Kontakte 8 ausgebildet bzw. ange- 
25 ordnet. Sie dienen zum spateren Verbinden der elektroni- 
schen Schaltung 1 mit beispielsweise einer Spule oder An- 
serine, also zum Aufbau beispielsweise eines RHD-Tags. 
Die Kontakte 8 konnen aus organischen, leitfahigen Mate- 
rialien bestehen und beispielsweise im Druckverfahreh auf 
30 das Foliensubstrat auf gebracht werden. Selbstverstandlich 
kpnnen auch metallische Kontakte, beispielsweise aus Kup- 
fer, verwendet werden. Diese Kontakte 8 sind mit vorbe- 
stimmten der elektronischen Bauteile 3 durch Leitungen 7 
.... elektrisch leitend verbunden. 
; [0031] Uber den elektronischen Bauteilen 3 und damit 
teilweise den Leitungen 7 ist eine weitere Barriere 2', die , 
-den gleichen Aufbau wie die erste Schieht 2 aufweist, her- 
. metisch abdichtend angeordnet. Es handelt sich im gezeig- 
ten .Ausfuhrungsbeispiel alsp .wieder urn ein mehrschichti- 
ges System, bestehend aus zwei Schichten 4, 6 aus Kunst- 
, stofffolie, zwischen welchen eine Barrierenschicht 5 ange- 
ordnet ist. Die Materialien fur diese Schichten konnen untef 
den gleichen ausgewahlt sein, die fur die weitere Schieht 2 
yerwendbar sind. Fur den Herstellungsprozess ist es vori 
Vorteil, diese zweite obere und abdeckende bzw. verkap- 
selnde Barrierenschicht als solches entweder aufzukleben 
oder aufzulaminieren. Es ist ersichtlich, dass die einzelnen 
elektronischen Bauteile von den Schichten 2 und 2 r vollstan- 
dig umschlossen und damit optimal gegen Umwelteinflu sse 
abgeschirmt sind. 

[0032] Die Fig. 2 zeigt den Aufbau der elektronischen 
Schaltung 1 lediglich in einer Aufsicht, aus welcher insbe- 
sondere die elektrische Verbindung mit den auBerhalb der 
Verkapselung liegenden Kontakten 8 gezeigt ist. 
[0033] Aniband der folgenden Fig. 3 wird nun beschrie- 
ben, wie es trotz mogiicherweise metallisierter Verkapse- 
lung der elektronischen .Schaltung 1 moglich ist, eine gro- 
Bere Reichweite einer Antenne, die fur den Aufbau bei- 
spielsweise eines RFTD-Tags erforderlich ist, zu erreichen, 
60 als mit einer vollstandigen Integration der organischen Elek- 
tronik mit der Spule. 

[0034]. Die erfindungsgemaB aufgebaute Elektronik ist 
namlich derart, dass sie als eine Art Aufkleber mit den frei 
. liegenden elekrrischen Kontakten auf einer entsprechenden 
65 Spule bzw. Antenne 9, i0 befestigt werden kann. Die jewei- 
ligen Enden der Spule (Fig. 3a) und 3b)) oder auch einer 
stabfbrmigen Antenne (Fig. 3c)) konnen mit der verkapsel- . 
ten Elektronik durch einfaches Aufkleben verbunden wer- 
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den. Der gauze Aufbau ergibt so einen funkuonierenden 
Tag. 

[0035] Bei diesem Aufbau ist die Elektronik von der 
Spule getrennt Man kann deshalb als Spule eine herkomm- 
liche Metallantenne verwenden, welche eine entsprechend 5 
hohe Giite fur eine moglichst hohe Reichweite aufweist. 
Auch konnen sehr groBe Antennen angebunden werden, 
ohne den wirtschaftlichen Nachteil, dass die aufwandigere 
Technik fur die Herstellung der organischen Schaltung nur 
fur einen kleinen Teil der Flache benotigt wird. 10 
[0036] . Auch wild ein weiterer Schritt bei der Herstellung 
eingespart* der aUgemein bei Flachspulen notig ist, namlich 
die Verbindung der entsprechenden Spulenenden 14, 15 in 
einer weiteren Ebene. Hier besteht die Anwendungsmog- 
, lichkeit, dass beispielsweise in der Verpackungsmittelindu- 15 
strie durch preis werte Druckverfahren Antennen mit auf die 
Verpackungen aufgedruckt werden konnen und in einem 
letzten ijcnritt die der bben beschriebenen Elektronik* ent- 
sprechenden Aufkleber aufgeklebt werden. 
[0037] Vorteilhaft ist hier, dass die entsprechenden elektri- '20 
schen Anschlussflachen recht groB sind, um eine einfache 
Justierung zu erlauben. Wenn die Anschliisse genormt sind, 
kann das Aufbringen auch erst in einem spateren Stadium 
geschehen. Im Einzelhandel konnte so jede Firma ihre eige- 
nen Tags aufkleben. Bei diesem Aufbau ist selbst eine me- 25 
tallisierte Flache der Gesamtelektronik fur die RF-Anbin- 
dung der Antenne nicht storend, da diese uber den Spuleh- 
windungen liegt und nicht in der von der Spule eingescblos- 
senen Flache. 

[0038] Bei deh Ausfuhrungsformen gemaB den Fig. 4und 30 
5 wird die erfindungsgemaBe elektronische Schaltung 1 in 
einer besonders effizienten und kostensparenden Weise mit 
einer Antenne 9, 10 kombiniert; vVesentlicher Aspekt ist 
hier, dass die "Transponderschalturig" direkt auf dem Sub- 
strat der Antenne 9, 10 aufgebracht wird. Als Barrieren- 35 
schicht 2 wird dann eine homogen metallisierte Kunststoff- 
folie 4, 5, beispielsweise wieder aus Polyethylen, Polyethy- 
lenterephthalat oder Polyimid mit aufgedampftem Alumi- 
nium venyendet. Durch ein Strukturierungsverfahren wird 
auf der Metallschicht 5 eine Spule erzeugt An Stellen, wo 40 
die eigentliche Schaltung 3 angeordnet wird, belasst man 
eine Metallschicht, die danri als Barriere bzw. Verkapselung 
dient. Es ist naturlich auch denkbar, diese Metallschicht 
durch entsprechende Strukturierung direkt in die Schaltung 
mit einzubringen, beispielsweise als Leiterbahnen oder als 45 
passive Bauteile. Hierbei ware dann ein mehrschichtiges 
System yon Vorteil, bei dem eine Schicht zur Verkapselung 
und eine fur die Ahwendung in der Schaltung verwendet 
werden kann. 

[0039] Der Vorteil dieses Aufbaus besteht darin, dass das 50 
ganze Ident Tag als integriertes System hergestellt werden . 
kann, was insbesbndere die Kosten reduziert. 
[0040] In "der Fig. 4 ist auf einer Barrierenschicht 2, die 
wie oben beschrieben ausgebildet sein kann, eine Antenne 
9, 10 ausgebildet, welche beispielsweise aus einem Metall 55 
oder einem leitenden Polymer besteht. Im Inneren der An- 
tennenfuhrung befindet sich eine elektronische Schaltung 1, 
beispielsweise ein Siliciumchip oder ein Polymefchip, wel- 
cher an beiden Ehden 14, 15 der Antenne 9, 10 elektronisch 
angeschlossen werden soli. Dazu wird die durch eine punk- 60 
tierte Linie dargestellte Ecke 13 der Schicht 2 derail umge- 
faltet, dass das Ende 14 der Antenne auf der Kontaktftache 
12 zum Liegen kommt. Nach dem Umfalten ist die elektri- 
sche Schaltung 3 iiber die Leiterbahnen 7 mit der Antenne 9, 
10 verbunden. Um einen Kurzschluss der umgeklappten 65 
Leiterbahn 7 mil der Antenne 9, 10 zu verhindern, muss vor 
dem Umfalten eine Isolationsschicht auf die Wlcklungen der 
Antenne 9, 10 aufgebracht werden. Diese Isolationsschicht 



kann gleichzeitig als Kleber dienen, um die umgefaltete 
Ecke 13 dauerhaft zu fixieren. Durch diese Art der Verbin- 
dung kann der bisher ubliche Verf ahrensschritt, namlich das 
zusatzliche Aufbringen einer strukturierten Leiterbahn, 'ein- 
gespart werden. 

[0041] GemaB Fig. 5 befindet sich auf der Schicht 2 eine 
Antenne 9, 10, wie in Fig. 4. Eine elektronische Schaltung 3 
ist auBerhalb der Antenne 9, 10 in einer Ecke 13 der Schicht 
2 angeordnet Diese Ecke 13 wird nun so umgefaltet, dass 
die Kontaktflache 8 auf der Kontaktierungsflache 12 der An- 
tenne 9, 10 zum Liegen kommt. Um einen Kurzschluss der 
umgeklappten Leiterbahn 7 mit der Antenne 9, 10 zu verhin- 
dern, mUss vor dem Umfalten eine Isolationsschicht auf die 
Wicklungen der Antenne 9, 10 aufgebracht werden. Diese 
Isolationsschicht kann jgleichzeitig als Kleber dienen, um 
die umgefaltete Ecke 13 dauerhaft zu fixieren. 
[0042] Das Besondere an dieser Ausfuhrungsform ist, 
dass durch den Umklappvorgarig zum einen die elektroni- 
sche Schaltung 3 an die Antenne 9, 10 angeschlossen wird 
und zum anderen die elektronische Schaltung 3 verkapselt 
wind, und zwar durch das Substratmaterial, das dafiir geeig- 
net ausgewahlt werdeiimuss. 

Patentanspriiche 

1. Elektronische Schaltung (1), umfassend elektroni- 
' sche Bauteile (3) aus insbesondere organischem Mate- 
rial, wobei das/die Bauteile (3) zwischen wenigstens. 
zwei eine Barriere bildenden Schichten (2, 2') angeord- 
net ist/sind und von diesen gegen den Einfluss von 
Licht und/oder Luft und/oder einer Flussigkeit wie 
Wasser geschiitzt sind. 

2. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die .Barrierenschicht (2) wenig- 
stens eine Schicht aus KunststoffTolie umfasst. 

3. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1 oder. 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass :die Barrierenschicht (2) 
eine metallische und/oder nicht-metallische Schicht ist. 

4. Elektronische Schaltung- nach einem der Anspriiche i 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die metallische 
Schicht aus Aluminium, Kupfer oder Chrom ausge- 
wahlt ist. 

5. Elektronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile (3) 
aus aktiven Bauteilen ausgewahlt sind. 

6. Elektronische Schaltung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die aktiven Bauteile insbesondere 

. eine integrierte Schaltung und/oder eine Gleichrichter- 
diodesind. 

7. Elektronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile (3) 
aus passiven Bauteilen ausgewahlt sind. 

8. Elektronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die passiven 
Bauteile insbesondere Widerstande, Kondensatoren 
oder Spuien sind.* 

9. Elektronische Schaltung nach einem der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Spulen- 
anordnung (9, 10) oder dergleichen umfasst bzw. mit 
einer solchen kombiniert ist. 

10. - Elektronische Schaltung nach einem der vorherge : 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
mit aufieren Kontakten (8) leitend verbunclen ist. 

11. Verfahren zur Herstellung einer elektronischen 
Schaltung, umfassend elektronische Bauteile (3) aus 
insbesondere organischem Material, insbesondere nach 
einem der Anspruche 1 bis 10, mit folgenden Schritten: * 
Aufbauen einer eine Barriere bildenden Schicht' (2), 
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Anqrdnen elektronischer Bauteile (3) zu einer elektro- 
nischen Schaitung (1) auf der Barrierenschicht (2), 
Anlegen von elektrischen Leiterbahnen (7) zu elektri- 
schen Kontakten (8), ' 

Aufbringen einer wenigstens eine. Barrierenschicht (2) 5 
umfassenden weiteren Schicht (2^ iiber den eleklroni- 
schen Bauteilen (3) zu deren Schutz gegeniiber Licht 
und/oder LufVund/oder Wasser. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichriet, dass die elektronische Schaitung (1) als ein 10 
Tag ausgebildet ist. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die elektronische Schaitung (1) als Sen- 
sor ausgebildet ist. 

14. . Verwendung einer elektroniscben Schaitung (1) 15. 
nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Herstellung ei- 
nesTags. . ; . . 

15. Verwendung einer elektroniscben Schaitung (1) 

nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Herstellung ei- \ • 
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